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図研、OCP2.0ベースの相互接続モジュールをインターコネクト IPとしてリリース 

スプリットトランザクション採用のインターコネクト IPによりシステム性能が向上 
 

株式会社図研 SoC事業部は、IPを使ったLSI設計を成功させるために、OCP2.0をベース
にスプリット型内部バス(*1)を構築可能な高速インターコネクタをIPとして開発し、本日よ
り製品名 ”Z-core InterConnect MⅡ X ”として販売します。 

 
図研では、かねてより PCI Expressや Gigabit Ethernetといった I/O規格をオリジナル

IP Z-core シリーズとして提供してまいりましたが、今後の広帯域、並びに通信品質精度
要求を満たすためには、I/Oコア部と相互接続部を一つにし、システム構成全体を視野に入
れた形で提供できるプラットフォーム IP 化が必須であると判断いたしました。Z-core 
InterConnect MⅡ X はその基幹となる次世代内部バスです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 製品概容 
 Z-core InterConnect MⅡ X はOCP-IPが策定するインターフェイス規格OCP2.0をベー

スに開発した相互接続モジュールです。OCP2.0インターフェイスを持つ複数のコアをスプ
リットトランザクション(*2)によって接続できます。 
専用 GUI「MⅡ X InterConnect Producer」上で、

イニシエーターの数、ターゲットの数、ビット幅、

アービトレーションポリシー等、ユーザーがシステ

ムに合わせた構成を設定することで、論理合成可能

な Verilog-RTL と検証環境が生成されます。検証環



境には複雑になりがちなスプリットバスでのデバッグをサポートするプロトコルモニタや

トレース・アナライズ機能も含まれています。 
 
■ OCP-IP 社長兼会長 Ian Mackintosh氏コメント 
「OCP-IPでは、規格というものは実際のインプリメントや図研の IPコアのような製品を
通してしか実証されないと考えています。OCP-IPのメンバーであり、SoCデザインの専門
家である全世界クラスの多くの企業が独自の選択で OCPを非常に多くの SoC製品で使い、
数百万ユニットもの製品を出荷し、スプリットトランザクションのような機能を定期的に

使っています。図研が OCPを採用し、OCPの優れた機能が図研の 
Z-core InterConnect MⅡ X に生かされていることを嬉しく思っています。」 

 
■ ユーザーロジックとの接続サポート 
IPのOCP化の経験を生かし, お客様のユーザーロジックに対しOCPのソケット/ブリッジ
回路を作成、また既存インターフェイスを持ったユーザーロジック に対し OCP ブリッジ
を作成して OCP Interconnect MⅡ Xに接続可能とする設計サービスも行っております。 
これによりOCPに対して経験の少ないお客様でも, OCPシステム化によるパフォーマンス
の向上が早期に可能となります。 
 
■ 価格 
InterConnect MⅡ Xは、タイムベースライセンスにて供給される予定となっており、製品構
成や適用範囲により価格は¥12,000Kからを予定しています。図研は、Inter Connect MⅡ X 
のライセンス，関連 Z-coreのライセンス及び OCP利用の SoC開発受託を含め、初年度 5
億円以上の売上を見込んでいます。 
 
■ Z-coreについて 
Z-coreは、図研デザインセンターが開発したオリジナル IP および IPを使ったシステム設
計のための設計／評価環境です。日本で作られた製品であるため、日本語によるマニュア

ル、GUI はもちろん、カスタマイズ、組込みサービスといった万全のサポート体制が整っ
ています。今回発表した Z-core InterConnect MⅡ X以外に、IPとして Z-core PCI Express、
Z-core Gigabit Ethernet、Z-core USB、Z-core PCI2.3が、そして評価環境、設計プラット
フォームとして PCIバスファンクションモデル SimAid PCIや PCI Expressシステム開発
ボード PTFNaviといったラインアップがあります。 
図研では、システム全体での高性能化をサポートするため、Z-core PCI Express, Gigabit 
Ethernet, USB等のコアの OCP化はもちろん、DDR-SDRAMコントローラや DMAコン
トローラ等、システム作りに欠かせないモジュールをプラットフォーム IPとしてリリース
していく予定です。これらの IPは InterConnect MⅡ X を基幹とし、システム全体の性能向
上を考慮し開発しております 
さらに組込みソフトの面からもサポートできるよう、オリジナル RTP ライブラリ Z-core 



RTPも提供しており、ミドルウェアのも拡充もはかっています。 
 
 
(*1) 内部バス 

  本来、バスとは、共通のデータ経路に複数のモジュールが接続されているものである。

（AMBA2.0 AHBや PCIはバス規格である。） 

一方、OCP はポイント・ツー・ポイント接続のインターフェイス規格であり、複数モジュール

を相互接続する場合には、各モジュールをインターコネクトと専用のデータ経路で接続し、モジ

ュール間の通信はインターコネクトが提供する仕組みである。したがって、正確にはインターコ

ネクト=内部バスではない。 

 ここでは、従来の内部バスの置き換えという意味で使用している。 

 
(*2) スプリットトランザクション

  従来のインタロック型バス

が要求⇒応答⇒要求⇒応答…と

逐次的に転送が行われるのに対

し、スプリットトランザクション

では要求と応答が分離されてい

るため、応答を待たずに次の要求

を発行できる。これによりイニシ

ャルレイテンシを隠蔽できるた

め、高効率な転送を実現可能。 

従来型のバス（インタロック型） 

時間 
コマンド 

データ 

レイテンシ レイテンシ 

 データ（レスポンス）を受領するまで次のコマンドを発行できないため、リ

クエストごとに、レイテンシの影響を受けます。 

スプリット型バス 

時間 
コマンド 

データ 

イニシャルレイテンシ 

 データ（レスポンス）の受領を待たずに次のコマンドを発行できるため、 

イニシャルレイテンシ後は連続してデータを受領できます。 

 
 
 
製品の詳細は、弊社 webサイトをご参照下さい。 
（http://www.zuken.co.jp/soc/doc/ip/m2x.html） 
Z-core InterConnect MⅡ Xは、１月 26,27日に開催される EDSフェア２００６にも出展し
ます。 
 


